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Aufgabenstellung im Projekt Feinwerktechnik WS 2008-2009

Thema: Entwurf einer Insitu - Kapazitätsmesseinrichtung zur Charakterisierung 
 des Ausfallverhaltens von Chip-Kondensatoren unter thermo-
 mechanischer Wechsellast

Zielsetzung:
Der Ausfall von SMD Chip-Kondensatoren unter thermomechanischer Wechsellast
kann verschiedene Ursachen haben. Neben dem Ausfall der Lötverbindung ist die
Rissbildung innerhalb des Keramikkörpers ein häufiger Fehlerfall. Dieser führt zu einer
Kapazitätsänderung des Bauelements.
Ziel des Projekts ist es, ein vorhandenes Messsystem für den Einsatzfall anzupassen,
geeignete Probekörper herzustellen und die Messmethodik zu erarbeiten. Anschlie-
ßend soll während einer thermomechanischen Alterung  in einem Temperaturwechsel-
schrank die Kapazität (insitu) erfasst werden.

Folgende Teilaufgaben sind zu lösen:
1. Literaturrecherche über kapazitive Messmethoden
2. Aufbau eines geeigneten Probekörpers
3. Softwareansteuerung des Messgerätes (z.B. LabView)
4. Test des Messaufbaus unter thermomechanischer Wechsellast
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